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【背景】構造に空隙を有する物質は、その内部に異種元素を取り込むことがある。そのよ

うな構造をもつ物質として anti-ReO3型構造の Cu3N がある。Cu3N の空隙に Li が挿入でき

ることは知られている[1]。しかし Liを挿入した際の電気伝導性の変化について実験的に調

べた報告はない。一方で、Li を挿入すると伝導電子が増加することが理論的に予測されて

いる[2]。そこで我々は Cu3N 薄膜に Li を挿入し、電気伝導性の変化について調べている。

その結果、Li 挿入に伴って非金属－金属転移が起こることがわかった。本講演ではこれに

ついて報告する。 

【実験】スパッタリング法で Cu3N 多結晶薄膜を作製した。成膜条件は N2/(Ar+N2) = 40%、

基板温度室温、全圧 2.0 Pa とした。成膜した薄膜を n-ブチルリチウムヘキサン溶液に浸漬

し、60 ºC に加熱した。作製した薄膜を X 線回折(XRD)、導電率測定、Seebeck 効果測定、

透過率測定、Hall効果測定により評価した。 

【結果】XRD 測定により、浸漬時間が長くなるにつれ格子定数(a)が増大することがわかっ

た。Fig. 1 に示す通り、a の拡大と共に導電率(σ) 、Seebeck 係数の絶対値(|S|)が変化した。

これにより格子内に Liが挿入され、キャリアが増大していることがわかる。さらに、Fig. 2

を見ると、σの変化と共に可視光の高波長側の透過率(T)が低下している。これは、キャリア

濃度の増加に伴う自由電子吸収によるものと解釈できる。Li の挿入により σ は 7.0×10‐
2
 

S/cmから 5.2×10
2
 S/cmに達し、キャリア濃度は最大で ne=6.52×10

21
 cm

-3になった。以上の

ことから Liが Cu3N内部に挿入され非金属－金属転移が起こっていると考えられる。なお、

Li挿入のメカニズムについては、当日に議論する。 
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Fig. 2 T の σ依存性 Fig. 1 σ、|s|の a依存性 
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